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(57) Abstract 



An LED light 
panel ( 1 ) substantially 
comprises an assembly 
of mutually insulated 
(3) electroconducting 
structures (2, 4) which 
allow supplying electric 
voltage in parallel to a 
plurality of non-housed 
light-emitting diodes 
(LED chips) (8) selectively 
interconnected in series, 
forming various groups. 
A dimcnsionally stable, 
optically transparent 
protective layer (14) which 




ensures the desired spatial distribution of the light irradiated by the LED chips (8) and protects the chips from outer influences can be 
provided on top of this assembly. The whole assembly of electroconducting structures (2, 4), electric insulation (3), LED chips (8) and 
dimcnsionally stable, optically transparent protective layer (14) is designed in such a way that the LED light panel can be manufactured 
as a surface of theoretically any size, with a very dense or loose arrangement of LED chips (8). and which can subsequently be cut into 
pieces of any shape capable of operating independently, provided they are not smaller than a particular smallest operative sub-unit (13). 
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(57) Zusammcnrassung 

Ein LED-Leuchtpaneel (1) beinhaltet im wcscntlichen einen Aufbau gegcncinander isolierter (3)» elektrisch Icitender Strukturen (2, 
4), die cs cnnSgUchen. eine Vielzahl von wahlwtisc gnipp^nwcise sericU gtschaketen, ungchaustcn lichtemitticrcnden Dioden (LED-Chips) 
(8) parallel mit elektrischcr Spannung zu vereorgen. Oberhalb dieses Aufbaus kann eine fonnfeste optisch transparente Schutzschicht (14) 
vorhanden sein» welche die gcwOnschtc raumlichc Verteilung des von den LED-Chips (8) ausgestrahlten Lichtes sicherstellt und fur einen 
Schutz gegen Sussere Einfiflsse sorgt Dcr gesamte Aufbau der elektrisch leitenden Stnikturen (2. 4), der clektrischen Isolation (3). der 
LED-Chips (8) und der formfesten optisch transparenten Schutzschicht (14) ist so ausgelegt, dass das LED-Leuchtpaneel als theoretisch 
beliebig grosse Fiache, mit sehr dichter oder auch mit lockercr Anordnung der LED-Chips (8), gcfeitigt, und nachtraglich in beliebig 
geformtc Teilstiicke zertrennt werdcn kann, welche je fur sich alleine funktionsfahig sind, wenn sic die GrSsse ciner bestimmtcn kleinstcn 
funktionsfahigen Untereinheit (13) nicht unterschreiten. 
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Konfeklionierbares LED-LeuchlpanecI 

Die Erfindung bclrifft ein vielartig anwendbares, konfektionierbares Leuchtpancel niit 
ungehiiusten lichlcmiiticrcnden Dioden (LED-Chips). 

Bekannl sind \erschiedene lineare Anordnungen von gehauslen LED (EP0760577A2, 
US4573766, DE4237107, US5639158), die, an eine lichlleilende Stniktur angeschlossen, zu 
linearen oder flachigen Beleuchlungseinheilen fiir LCD-Displays oder fur Kopiergerale fuhren. 
Bekannl sind auch flachige Anordnung von gehauslen LED, beispielsw eise zur Erzeugung von 
EXIT-Markierungen (US5655830), zur Erzeugung eines Automobilbremslichles (EP0362993, 
US 5001609), von Verkehrsampeln (US5663719) und weitere ahnliche Anordnungen zur 
Erzeugung von Automobil-Rucklichlem bzw. -Blinklichtem. 

Alle diese linearen und flachigen Anordnungen weisen die Nachteile auf, dass sie erstens 
gehausle LED vervvenden und dadurch in der Dichle der LED (maximal 4 LED/ cm^) und 
daraus resuUierend in der total en Leuchldichte stark begrenzt sind, zweitens die Tragerelemenle 
in Form und Grosse nach der Herstellung nicht beliebig veranderbar sind und drittens die 
gesamte Anordnung von vomherein auf eine spezifische Anwendung zugeschnitten ist. 
Eine andere bekannte Anordnung (EP 760448A2) beschreibl einen inlegralen Lichtstreifen, bei 
dem ^ermutlich auf Keramiktragem \orgehauste LED-Chij)S zum Einsatz kommen. Die 
beschriebene Anordnung und das entsprechende beschriebene Verfahren ist im Sinne der 
vorliegenden Erfindung dadurch eingeschrankt, dass sie einzig fOr die kostengunslige 
Herstellung sehr langer Lichtstreifen kleiner Leuchldichte geeignet ist , deren Einsatzgebiet im 
wesentlichen auf Markierungsstreifcn (Landebahnen usw.) beschrtinkt ist. 
Bekannt sind weiter zalilrciche Verfahren zur direkten dunnfilmmassigen Herstellung von LED- 
ArTa\-s (Z.B. US5501990 und US5621225). Alle diese Verfahren dienen in der Regel zur 
Erzeugung von Displays und weisen im Sinne der vorliegenden Erfindung den Nachleil auf, 
dass sie nur als ganze nicht zertrennbareEinheitenbetreibbarsind. 

In einer weiteren bekannlen Anordnung (US5598068) wird eine Beleuchlungseinheit mit 
zahlreichen LED flir ein eleklronisches Instrument beschrieben, bei der zur Erzielung einer 
hohen Bctriebssicherheit die LED gruppenweise elektrisch seriell geschaltet sind, wobei die 
raumliche Verteilung aller LED so gewahlt ist, dass sich die einzelnen seriell geschalteten 
Gruppen raumlich durchmischen. Auch diese Anordnung hat im Sinne der \'orliegenden 
Erfindung den Nachteil, dass sie nur fUr eine spezifische Anwendung und nur als ganze nicht 
zertrennbare Einheit betrieben wcrden kann. 

In einer anderen bekannten Anordnung (EP0253244A1) wird \ on Neiman, Courbevoie (PR) 
(Erfinder Boucheron, Jean Louis) ein Verfahren zur Herstellung xon Leuchtplatten miitels 
gehausler LED und eine durch dieses Verfahren erhaltene Signalleuchte beschrieben. Dieses 
Verfahren beruht ebenfalls auf der Verwendung von gehauslen LED und weisl so den oben 
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beschriebcnen Nachteil eincr geringen Dichte der LED und damil eine stark begrenzie lotale 
Leuchldichle auf. Es beschreibt weiler die Moglichkeil der Hersiellung aur grossnacliigcn 
TrageqDlatien, welche nachlraglich in sogenannte Grundplatlen zerschnitien werden. Diese 
Grundplatien besitzen eine durch die Hersiellung der gesamlen Tragerpiaue fest \orgegebene 
Form und Grosse und kbnnen nur exakt in dieser Form und Grosse beirieben werden. Dariibcr 
hinaus ist die Lage der elektrischen AnschlUsse fesi vorgegeben. Dies bringt in Summe den 
Nachteil mit sich, dass die Grundplatten jeweils nur fUr eine, von vomherein klar deOniene 
Anuendung geeignet sind. 

In einem japanisch abgefassten Patent (JP 9045965 A) beschreibt die Firma Nichia Chemical 
Industries, Ltd. eine keramische Gehausung \'on LED-Chips und die Hersiellung derselben. 
Den Figuren ist zu enlnehmen, dass dabei die Gehausung eines einzelnen LED-Chips oder die 
Vereinigung dreier in den Farben rot, griin und blau leuchlender LED-Chips in einem Gehause 
im Vordergrund sieht. Prinzipiell kbnnte das den Figuren 3 und 4 zu entnehmende Verfahren 
aber auch zur Hersiellung eines LED-Leuchtpaneels dienen, wobei dann aber, wegen der 
gezeigien einlagigen Zufiihrung zweier geometrisch parallel liegender elektrischer Leiter pro 
LED-Chip, alle auf einem solchen denkbaren Paneel angeordneten LED-Ciiips reihen\\'eise 
elekirisch parallel mil der fiir die LED-Chips zulassigen elektrischer Spannung ( z.B. 4 V) 
\'ersorgt werden mlissten. Im Sinne der voriiegenden Eifindung hat die denkbare Hersiellung 
eines LED-Leuchlpanneels auf diese Weise die Nachieile einer stark reduzierlen Rexibilital im 
Sinne der Formgebung und elektrischen Koniaktierbarkeit allenfalls abgelrennler Teilsliicke, 
einer siarken Einschrankung der Anzahl gleichzeitig betreibbarer LED-Chips und einer 
Unmoglichkeil der Bestuckung des Paneels mit raumlich durchmischten LED-Chips 
unte'rschiedlichen Spannungsbedarfs. 

Weiter bekannl ist, dass die Firma Nichia Chemical Industries, Ltd. . Tokushima , Japan 
schlanke Leuchtplatlen hoher Leuchldichle mit den fest vorgegebenen Formalen A5 bzw. A4 
\ia Intemel anbietet (hltp://www Ia.meshnei.or.jp/nichiayied-e.htni). Diese Flatten weisen 
jedoch den Nachteil fester, nichl veranderbarcr Formate auf, w*as die Einsatzmoglichkeilen stark 
einschrankt. 
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Die Aufgabc der vorliegenden Erfindung bestehl gcgenuber den geschilderlen Anordnungen 
darin, ein LED-Leuchtpaneel mil hoher Leuchldichte und mil hoher Berriebssicherheit zu 
schaffen. das, anwendungsunabhangig oder anwendungsspezifisch, in grossen Flachen 
preiswert hergestellt werdcn kann und nach Zufuhrung einer in Industrie, Fahrzeugbau und 
Wohnbereich Ublichen eleklrischen Niederspannung an bcliebigen Stellen der entsprechenden 
elektrischen Leiier des LED-Leuchtpaneels auch direkt als grossflachige Beleuchtungseinheii 
betrieben werden kann. Vorzugsweise soil dieses grossflachig hergeslellle LED-Leuchtpaneel 
durch den Kunden odcr durch den Hersleller anwendungsspezifisch in beliebig geformte, 
unicrschiedlicheTeilslUcke zertrennbar sein. die. jedes fur sich alleine nach Zufuhrung einer in 
Industrie, Fahrzeugbau und Wohnbereich Ublichen eleklrischen Niederspannung direkt als 
leuchlende Einheiten betreibbar sind. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemass durch die kennzeichnenden Merkmale des 
Paientanspruches 1 gelosl. Vorteilhafle Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich nach den 
Merkmalen der abhangigen PaienlansprUche. 

Das erfindungsgemasse LED-Leuchtpaneel weisl einen Aufbau von elektrisch leitenden 
Strukturen auf, der Uber die gesamle Flache die gewUnschle elektrische Spannung abgreifbar 
macht. Auf diesem Aufbau ist eine Vielzahl \*on - ungehauslen - LED-Chips montierbar und 
elektrisch so kontaktierbar, dass sie entweder alle parallel oder vorzugsweise, je in Gruppen 
definierter Grosse, in Serie schaltbar sind, wobei eine solche in Serie geschalteie Gruppe 
jeweils eine kleinste funktionsfahige Untereinheit bildet und alle diese kleinsten 
funktionsfahigen Uniereinheiien parallel mil elektrischer Spannung versorgbar sind. Zur 
Erhohung der gewUnschten Anwendungsflexibilitat ist der Aufbau der elektrisch leitenden 
Strukturen so gewahlt, dass die LED-Chips ohne Mehraufwand von einer moglichst grossen 
(Z.B. 25 LED/cm^ oder mehr) bis zu einer lockercn raumlichen Dichte (z.B. 1 LED/cm^ oder 
weniger) montierbar und kontaktierbar sind. Zur Verbesserung der Lichtausbeute kann die 
Basis-Elektrode fur jeden der LED-Chips hohlspiegelartig geformt sein. Der gesamle Aufbau 
kann von einer formfesten optisch iransparenten Schicht Uberzogen sein, die nachtraglich 
(warm) so formbar ist, dass, wahlweise in Kombination mit der genannlen hohlspiegelartigen 
Form der Basis-Elektrode, eine gewunschte riiumliche Verteilung der Lichtabstrahlung entsteht 
und die daruber hinaus einen chemischen und mechanischen Schutz der gesamten Anordnung 
gewiihrleistet. 

Ein erfindungsgemasses AusfUhrungsbeispiel wie auch weitere Vorteile der Erfindung sind 
nachfolgend anhand der Zeichnungen 1-5 naher erlautert. Es zcigen: 

Fig. 1 die perspekUvische Gesanitansichl eines Ausschnitles des LED-Leuchtpaneels 
Fig. 2 die perspektivischeAnsicht einer kleinsten funktionsfahigen Untereinheit 
Fig. 3 die perspektivische Ansicht der Umgebung eines einzelnen LED-Chips 
Fig. 4 den Querschnin durch ein kleines StUck des LED-Leuchtpaneels 
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Fig. 5 Den Grundriss eines Ausschnitles des LED-Leuchlpaneels 



Das bis zu Quadralmetem grosse, streifenfbrmige bis quadnilische LED-Leuchtpaneel 1 nach 
Fig. 1 beinhaltet, wie in Fig. 2 und Fig. 3 deuilich sichibar, eine durchgehende uniere clektrisch 
leilende Schichl 2 . eine Isolalionsschichl 3 und eine netzartig sirukturierte, obere elektrisch 
leiiendeSchichl 4. Die Isolaiionsschichl 3 weisl in regelmassigen Abst^nden Offnungen 5 
auf. so dass die iinlere elektrisch leilende Schicht 2 don von oben koniakliertbar isi. Aufdiese 
Weise isi ein Aufbau von elektrisch leitenden Strukturen vorhanden, bei dem die gewUnschie 
elektrische Spannung iiber die gesamie Flache abgreifbar isi. 

Die LED-Chips 8 sind in den quadralischen Zwischenr^umcn der netzartig strukturierten 
oberen elektrisch leitenden Schicht 4 angeordnet, wobei die Isolationsschicht 3 und die 
darunterliegende uniere elektrisch leilende Schicht 2 als Triiger ^'er\vendet wird. An den fiir die 
Montage der LED-Chips 8 vorgesehenen Orten, sind die beiden Tragerschichten 2, 3 
beispielsweise mittels eines Prage\'organges, hohlspiegelartig gefonnt und tragen eine lokal 
begrenzte, elektrisch leilende und optisch gut reflektierende Schichl (2.B. Silber), so dass dort 
ein elektrisch leitender Hohlspiegel 7 mit ebenen Anschlussflachen 6 entsteht. Die LED- 
Chips 8 sind an den gewUnschten Stellen beispielsweise mittels Leitkleber auf diesem 
elektrisch leitenden Hohlspiegel 7 befesiigl und basisseitig elektrisch kontaktiert. Durch einen 
elektrischen Leiter 10 , der z.B. mittels Drahtbonden von der oberen elektrisch leitenden 
Schicht 4 ZU einer ersien Anschlussflache 6 eines Hohlspiegels 7 angebracht ist, durch 
weitere elektrische Leiter 11, die jeweils von der Top-Elektrode der LED-Chips 8 zur 
nachsten Anschlussflache 6 eines Hohlspiegels 7 fiihren und einen letzten elektrischen Leiter 

12 der von der Top-Elektrode der letzten LED-Chips 8 einer Serie zu der unteren elektrisch 
leitenden Schicht 2 fiihrt, isteinein Abhangigkeit von der gewunschten Versorgungsspannung 
definierbare Anzahl von LED-Chips in Serie schallbar. Durch diese Anordnung werden die 
seriell geschalteien Unlergruppen von LED-Chips 8 parallel mil elcktrischer Spannung 
versorgt. Dies fuhrt erfindungsgemass dazu, dass sowohl ein grosses LED-Leuchtpaneel 1 als 
auch ein in Fig. 5 ersichtliches abtrennbares Teilstuck 20 welches die Hiiche einer, von einer 
Gruppe seriell geschalteter LED-Chips 8 gebildeten, kleinsten funktionsfahigen Untereinheit 

13 nicht unterschreitet. zu leuchten beginnt, wenn die untere elektrisch leilende Schicht 2 und 
die obere elektrisch leilende Schicht 4 mit der vorgesehenen elektrischen Spannungsdifferenz 
versorgt sind. Die leilweise serielle Schaltung der LED-Chips 8 zu kleinsten funktionsfahigen 
Untereinheiten 13 ermbghchles, die Versorgungsspannung des gesamien LED-Leuchtpaneels, 
Oder der Teilsliicke 20 desselben, deutlich hoher, als dies flir einen einzelnen LED-Chip 8 
zulassig ist. zu wahlen (z.B. 24 V). Wahlweise kann die elektrische Versorgungsspannung* als 
Gleichspannung oder, bei Inkaufnahme eines reduzienen Wirkungsgrades, als 
Wechselspannung zugefuhrt werden. Dies ermoglicht erstens die Versorgung des LED- 
Leuchtpaneels oder der Teilsliicke 20 desselben mit gangigen Transformatoren ohne 
zusatzliche eleklronische Bauelemente, und fUhrt zweitens zu einer deutlichen Reduklion der 
fliessenden Strome und damit zu einer Minimierung der notigen Leiierquerschnitte. 
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Zur Gewahrleistung eincr Zertrennung des gesamten LED-Leuchtpaneels in beliebige TeilstUcke 
20, bei welcher die intemen elektrischen Leitcr 10, 11, 12 eincr kleinsten funklionsfahigen 
Untereinheit 13 nicht bcschadigt werden, ist die netzartige Struktur der oberen eiektrisch 
leitenden Schiciit 4 jeweils an einer inneren Ecke des cinen LED-Chip 8 umschliessenden, von 
der oberen eiektrisch leitenden Schicht 4 geformten Quadrates, mit einer dem LED-Chip 8 
zugewandten Anschlusseckc 9 verschcn. Ebenso liegen die zur Kontaktierung der unteren 
eiektrisch leitenden Schicht 2 notwendigen Offnungen 5 der Isolalionsschichl 3 jeweils 
innerhalb dieses von der oberen eiektrisch leitenden Schicht 4 geformten Quadrates. Der erste 
elektrische Uiier 10 einer kleinsten funktionsfahigen Untereinheit 13 ist dann von einer 
Anschlussecke 9 der oberen eiektrisch leitenden Schicht 4 hin zu der ebenen Anschlussfliiche 
6 fiihrbar. Entsprechend ist der letzle elektrische Leiter 12 einer kleinsten funktionsfahigen 
Untereinheit 13 \on der Top-Elektrode des letzten LED-Chips 8 durch die entsprechende 
Offnung 5 der Isolationsschicht 3 hin zur unteren eiektrisch leitenden Schicht 2 fuhrbar. 
Auf diese Weise ist sichergestelll, dass das gesamte LED-Leuchtpaneel enUang den \'on der 
oberen eiektrisch leitenden Schicht 4 geformten Leiterbahnen ohne Beeintrachtigung der 
intemen elektrischen Leiter 10, 1 1, 12 zertrennbar ist und damit ohne Verlust von LED-Chips 8 
TeilstUcke 20a (Fig. 5) mitgeradlinigen, senkrecht zueinander angeonjneten Randabschnitten 
herstellbarsind. 

Die durch das Legen der Trennflachen entlang den Leiterbahnen der oberen elektrisch_leitenden 
Schicht 4 gegebene EinschrSnkung der Formgebung des Randes der TeilstUcke 20a kann 
umgangen werden. Unter Inkaufnahme \on einigen zerstorten, dann nicht mehr 
funktionsfahigen kleinsten Untereinheiten 13, kann ein kundenspezifisch oder 
kundenunabhangig in gleichmSssiger Verteilung mit LED-Chips bestUcktes gesamles LED- 
Leuchtpaneel 1 zu TeilstUcken 20b mit beliebig gebogenen oder schiefwinkligcn Randformen 
zertrennt werden, wobei jedes dieser TeilstUcke 20b nach Anschluss zweier elektrischer Leiter 
mit reduziener Lichtausbeute zu leuchten beginnt. Es besteht aber auch die Mbglichkeil, den 
\on den geschilderten Elementen 2, 3. 4. 5, 6 und 7 gebildeten Aufbau mit LED-Chips 8 
kundenspezifisch so zu bestUcken, dass eine beliebige Kombination unterschiedlicher oder sich 
wiederholender bestuckter TeilstUcke 20b mit beliebig gebogenen oder schiefwinkligen 
Randem cntsteht. Durch Zertrennen des gesamten, derart bestuckten LED-Leuchtpaneels 
entlang diesen Randem sind funktionsfahige TeilstUcke 20b mit eben diesen beliebig 
gebogenen oder schiefwinkligen Randem ohne Verlust von LED-Chips herstellbar. 

Der Aufbau der von den geschilderten Elementen 2, 3, 4. 5, 6 und 7 gebildeten Struktur ist 
so gewahlt, dass dieser Aufbau mit LED-Chips 8 bestUckbar ist, die einen unterschiedlichen 
elektrischen Spannungsbedarf haben und/oder bei unterschiedlichen Farben leuchten, wobei 
prinzipiell \ieiraltige. unterschiedliche LED-AusfUhrungen enthaltende Mischungen der UED- 
Chips 8, mbglich sind. Sind beispielsweise bei einer Versorgungsspannung des gesamten 
LED-Leuchlpaneels von 12 Volt, LED-Chips 8 mit Spannungsbedarf 2 Volt und mit 
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Spannungsbedarf 4 Volt gemischt, so sind diejenigcn mil Spannungsbcdarf 2 Volt in Gnippen 
von 6 und diejenigen mil Spannungsbedarf 4 Volt in Gruppen von 3 eleklrisch sericll schaUbar. 
Entsprcchend gross ist die Vielfait der Leuchlfarben der LED-Chips 8 mit welchen der \ on 
den geschilderlen Elemenlen 2, 3, 4, 5, 6 und 7 gebildete Aufbau bestiickbar ist. Es sind 
LED-Chips Uber das gesamte heule verfiigbare Farbspekirum, von Blau bis hin zu Infrarol, 
vcnvendbar. Auf diese Weise sind LED-Leuchtpaneele herstellbar, die rot oder gelb oder griin 
Oder blau oder mit beliebigen Mischungen diescr Farben leuchten. Insbesondere sind auch 
u eiss leuchtende LED-Leuchtpaneele herstellbar, indem das LED-Leuchtpaneel mit LED-Chips 
8 besiiickt ist, die ein entsprechendes Mischungs\ erhaltnis der Komplementarfarben aufweisen. 
Vorzuesweise ist ein weisses Lichl abgebendes LED-Leuchtpaneel aber herstellbar, indem das 
gesamte LED-Leuchtpaneel mit im kurzwelligen Frequcnzbereich ( z,B. Blau) leuchtenden 
LED-Chips 8 bestuckt ist und diese im kurzwelligen Frequenzbereich leuchtenden LED-Chips 
8 mil Lumineszenzfarbsloff kombiniert sind. Diese Farbstoffe haben die Eigenschaft, durch 
kurzwelliges Licht bei einer langeren Wellenlange oder in einem l^gerwelligen Spektralbereich 
zum Leuchten angeregl zu werden und sind in sehr feiner Abstufung Uber das gesamte sichibare 
Lichtfrequenzspekirum kommerziell erhaltlich. Dadurch ist das Mischungsverhaltnis fiir 
weisses Licht, das theoretisch einen Grossteil des sichtbaren Spektrums beinhaltet, einstellbar. 
Diese Technik zur Erzeugung weiss leuchtender einzcln gehauster LED ist nicht neu; 
entsprechende einzeln gehauste LED sind beispielsweise bei Nichia Chemical Industries 
kommerziell erhaltlich. 

Die Breite der moglichen Anwendungen des geschilderlen LED-Leuchtpaneels ist durch einen 
leichl modifizierten Aufbau noch vergrossert. Hieifur ist das LED-Leuchtpaneel mit LED-Chips 
8 kundenspezifisch so besiiickt, dass eine beliebige Kombination unterschiedlicher oder sich 
wahlweise in Gruppen wiederholender Teiin^chen 21 mit zueinander rechlvsinklig 
angeordneien geraden Randem 21c oder mit beliebig gebogenen oder schiefwinkligen Randem 
21a, 2lb vorhanden ist, wobei diese Teilflachen 21 je mit LED-Chips 8 unterschiedlicher 
Farbe und/oder mit unterschiedlichem Spannungsbedarf bestiickbar sind. Danach ist die obere 
eleklrisch leitende Schicht enllang den Randem der geschilderlen Teilflachen 21 beispielsweise 
mittels Laserschneidens vollstandig eleklrisch aufgelrennt, so dass die geschilderlen Teilflachen 
21 unabhangig \ oneinander eleklrisch konlaklierbar und alle in den jeweiligen Teilflachen 21 
vorhandenen LED-Chips 8, je einzeln oder als seriell geschaltete kleinste funktionsrahige 
Untereinhciten, parallel mit elektrischer Spannung \ersorgbar sind. Die weiterhin unzertrennt 
vorhandene, unlere eleklrisch leitende Schicht dient als. alien geschilderlen Teilflachen 21 
gemeinsame, zweite elektrische Zuleitung und als eine, das gesamte LED-Leuchtpaneel 
weiterhin zusammenhaliende Tragerplatte. NachtrSglich ist dieses, unabhangig voneinander 
eleklrisch kontaklierbare Teilflachen 21 beinheillende LED-Leuchtpaneel in Teilstilcke 20 
zertrennbar, welche jeweils mindestens zwei der geschilderlen unabhangig kontaktierbaren 
Teilflachen 21 umfassen. Auf diese Weise sind gesamte LED-Leuchtpaneele oder Teilstiicke 
20 derselben herstellbar, bei denen beispielsweise mit LED-Chips unterschiedlicher Farbe 
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besliickte Teilfiachen 21 gleichzeitig pder zu verschiednen Zeitpunkten unabhangig 
\'oneinander leuchten konnen. 

Zum Schutz gegen chemische und mechanische Einflusse und gegen eindringende Feuchtigkeit 
ist die gesamte geschilderte Anordnung beispielswcise durch Giessen mil einer chemisch 
resistenten, wasserdichten. formfesten und optisch transparenten Schutzschicht 14 (z.B. 
PMMA) hohlraumfrei iiberzogen. 

In Kombination mit einer wahhveise \erstarklen unteren elektrisch leitenden Schicht 2 und 
einer leilweisen Versenk^ung der LED-Chips 8 in die hohlspiegelartigen Verliefungen 7 fuhrt 
die formfeste optisch transparenle Schutzschicht 14 zu einem Aufbau, bei dem auch nach 
ungewolllen (z.B. Sleinschlag). oder zur gewollten Beschadigung (Vandalismus) ausgefuhrien, 
harten mechanische Schlagen zwar die formfeste optisch transparente Schutzschicht 14 
teihveise getrlibt wird, die LED-Chips 8 aber weiterhin Licht abgeben. Beirachtei man ein 
grosseres, zahlreiche kleinste funktionsfahige Untereinheiten 13 umfassendes TeilstOck 20 
des LED-Leuchlpaneels, so wird durch den geschilderten Aufbau und die parallele 
Spannungsversorgung der kleinsten funktionsfahigen Untereinheiten 13 sichergestellt. dass 
das LED-Leuchtpanecl auch nach harter Schlagbelastung weiterhin den Grossteil des von den 
LED-Chips 8 erzeugten Lichtes abgibt. 

Die geschilderte Robustheit gegen ungewoUte oder gewollte Beschadigung ist in einer anderen. 
aufwendigeren Ausfuhrung (Fig. 4) erhbhl, Dazu sind die LED-Chips 8 je einzeln mit einem 
Tropfen aus optisch transparentem, dauerelastischem Material (z.B. Silikon) 17 umhUllt. Das 
gesamte LED-Leuchtpaneel mit den, mit optisch transparentem, dauerelastischem Material 17 
umhiillten LED-Chips 8 , ist wiederum mit der bereits geschilderten formfesten optisch 
transparenten Schutzschicht 14 iiberzogen. Der dadurch erhaltene Aufbau bewirkt die 
annahemd \'ollstandige Ableitung der \'on mechanischcn Schlagen erzeugten Spannungsspitzen 
iiber die formfeste optisch transparente Schutzschicht 14 auf die von den Schichten 2. 3 und 
4 gebildete stabile Tragerstruktur und schutzt so die gegen mechanische Spannungen 
empfindlichen LED-Chips 8 . 

Weiter besieht in dieser Ausfuhrung die elektrische Isolationsschicht 3 aus einem sehr zahen 
Material (z.B. Kapton) und die untere elektrisch leilende Schicht 2 besteht aus einer dicken 
(Z.B. 2 mm) hochfesten Metallplatle (z.B. Stahl). Dadurch wird eireicht, dass bei einem zur 
Zerstorung durchgefuhrten Eindringen eines elektrisch leitenden, schlanken Gegenstand (z.B. 
Nagel) 18 in das LED-Leuchtpaneel oder bei einer Durchdringung des LED-Leuchtpaneel s 
mittels eines elektrisch leitenden schraubenformigen Gegenstandes, die zahe elektrische 
Isolationsschicht 3 mindestens ein StUck weit zwischen den zur Zerstorung eingefUhrten 
elektrisch leitenden Gegenstand 18 und die untere elektrisch leitende Schicht 2 gezogen wird. 
E>amit wird ein elektrischer Kurzschluss entweder vollstandig vertiindert oder wenigstens 
wieder aufgehoben, wenn der in zerstorerischer Absicht eingefUhrte elektrisch leilende 
Gegenstand wieder entfemt wird. 
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Isi die fonmfeslc optisch iransparenie Schutzschicht 14 , wie in Fig. 1 gezeigt, so slrukiurien, 
dass sie jeweils zwischen den kleinsten funktionsfahigen Uniereinheiten 13 deulliche 
netzarlige Abdilnnungen 15 aufweist. so isi das gesamle LED-Leuchtpaneel, Oder Teilstucke 
20 desselben, nach der Feriigstellung in gegebenen Grenzen plaslisch deformierbar, so dass 
beliebige, schalenformige Leuchtflachen erzeugbar sind. Die \'orhandenen netzartigen 
Abdiinnungen 15 der formfesten optisch iransparenlen Schutzschicht 14 sorgen bei diesem 
Umformungsvorgang dafur, dass die notwcndigen Dcfomiationen nur im Bercich der 
netzartigen Abdiinnungen 15 auftreten und die Bereiche, welche die deformationsempfindlichen 
LED-Chips 8 tragen, eben bleiben. Zur Unlcrstutzung dieses Effektes der nur lokalen 
Deformation des LED-Leuchtpaneeis oder der Teilsiiicke 20 desselben bei einem ge\\'oIlten 
plastischen Deformaiionsvorgang. kann die untere elekuisch leitende Schicht 2 auf ihrer 
unieren Seite ebenfalls mit Abdunnungen \ersehen sein, welche in Lage und Form den 
netzaitigen Abdunnungen 15 der formfesten optisch transparenlen Schutzschicht 14 
entsprechen. In einer anderen AusfUhrungsform kann auf die geschildenen netzartigen 
Abdiinnungen 15 der formfesten optisch transparenterfSchutzschicht 14 verzichtet werden. 
Hierzu muss der Prozess der gewUnschten, nachiraglich durchfiihrbaren plastischen 
Deformation so erfolgen, dass die formfeste optisch iransparente Schutzschicht 14 wahrend 
des Deformationsprozesses als Ganzes oder in Teilbereichen soweii erwarmt wird, dass sie 
ohne Eizeugung mechanischer Spannungen deformiert werden kann. Bei dieser 
AusfUhrungsform ist die formfeste optisch transparente Schutzschicht 14 aus einem Material 
(z.B. PMMA) aufgebaut, bei dem die Temperatur ab welcher das Material spannungsfrei 
plastisch deformierbar ist, deutlich unter der fUr die LED-Chips schSdlichen Temperatur liegt. 

Die formfeste optisch transparente Schutzschicht 14 ist in Dicke (einige Vj^-mm bis einige 
mm) und Material (z-B. PMMA oder Poiycarbonat) so aufgebaut, dass sie nachtraglich 
beispielsweise mittels wahlweise anwendungsspezifischem Pragen durch den Kunden oder den 
Hersieller mit optisch wirksamen Slrukturen 16 (z.B. Prismen und V-Gruben) versehbar ist, 
welche fiir sich alleine, oder im Zusammenspiel mit den hohlspiegelartigen Vertiefungen 7 , 
dazu ^■e^vendet werden, eine gewiinschle Licht\eneilung zu erzielen, die entweder moglichst 
gleichformig ist oder aber auch helle und dunkle Bereiche zur Erzeugung eines gewunschten 
Bildes aufweist. Durch Kombination der optisch wirksamen Strukturen 16, der 
hohlspiegelartigen Vertiefungen 7 pro LED-Chip und wahlweise der netzartigen 
Abdunnungen 15 der formfesten optisch transparenlen Schutzschicht 14 ist dariiber hinaus 
eine Beschrankung des Raumwinkels ( z.B. 15*) des ausu-elenden Lichtes relativ zur 
Flachennormalen des LED-Leuchtpaneel s erreichbar. 

Beispielsweise ist eine m5glichst gleichf5rmige Licht\'erteilung dadurch erreichbar, dass die 
hohlspiegelartige Vertiefung 7 pro LED-Chip 8 vorzugsweise als rotationssNTnmetrische 
parabolische Flache ausgebildet ist, die auf ihrem Grund eine Abflachung aufweist. auf welche 
der LED-Chip 8 montierbar ist. Auf diese Wcise ist der dreidimensionale Lichtfluss der LED- 
Chips 8 auf einen gewUnschten Raumwinkel (z.B. 45 relati\' zur optischen Achse 
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beschrankbar und damit so lenkbar, dass die Summe der Lichtflusse der einzelnen LED-Chips 
8 die Grenzflache der formfeslen optisch iransparenten Schutzschicht 14 in nahezu 
gleichmassiger Verteilung ireffen. Eine gewunschle unglcichmassige Lichtverteilung isl dann 
mitiels optisch wirksamer Strukturen 16 erzeugbar, die beispielsweise nach der Feitigstellung 
des LED-Leuchlpaneels durch den Hersteller oder durch den Kunden anwendungsspezifisch 
mitiels Pragen der formfeslen oplisch Iransparenten Schutzschicht 14 herstellbar sind. 
Eine gewunschle Beschrankung des Raumwinkels ( z.B. 15**) des auslrelenden Lichtes relaliv 
zur Flachennormalen des LED-Leuchlpaneels isl dadurch erreichbar, dass die 
hohlspiegelartigen Vertiefungen 7 pro LED-Chip 8 ebenfalls als rotationssNinnietrische 
parabolische Fl^chen ausgebildet sind und so zunachst den dreidimensionalen Lichlfluss der 
LED-Chips 8 auf einen gewUnschten Raumwinkel (z.B. 45 relativ zur optischcn Achse 
beschranken. Ein Auslegen nachlraglich aufgebrachter optisch wirksamerer Strukturen 16. als 
tolalreflektierende Flachen einerseits und als stfcihlbundelnde Linscn anderseits machl dann den 
Raumwinkel des austretenden Lichtes relativ zur Flachennormalen des LED-Leuchtpaneels auf 
den gewunschten Wert beschrankbar. Durch eine enlsprechende Auslegung der optisch 
wirksamen Strukturen 16 isl darliber hinaus erreichbar, dass der Raumwinkel des gesamten, 
aus einem nachlraglich plastisch deformierten, Teilsttick 20 des LED-Leuchtpaneels 
austretende Lichtfluss auf einen bestimmten gewlinschten Wert beschrankbar ist. 

Die Breite der moglichen Anwendungen des gesamten LED-Leuchtpaneels 1 oder 
entsprechend konfektionierter TeilstUcke 20 der \erschiedenen Ausfuhrungen des 
geschilderten LED-Leuchtpaneels ist gross. Sie reicht vom Fahizeugbau, bei dem 
beispielsweise samtliche am Aulomobil nolwendigen Lichtcr realisierbar sind, iiber Lichter zur 
Lenkung des Verkehrs (z.B. Ampeln) und liber Notbeleuchtungen bis hin zu allgemeinen 
Beleuchtungen in Verkehrssysiemen, Industrie, Biiro und Wohnbereich. 
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Patenianspriiche 

1. Konfekiionierbares LED-Leuch^>aneel beinhaltend einen Aufbau von eleklrisch 
leitenden Sirukturen, Isolaiionsstrukturen und elektrischen Anschlussflachen sowie LED- 
Chips, welche von diesem Aufbau gelrasen werden und mittels der elektrischen 
Anschlussflachen elektrisch parallel kontaklierbar sind, dadurch gekennzeichnel. dass das LED- 
Leuchlpaneel eine vorgebbare Verieilung der LED-Chips aufweisl und nachtriiglich in 
beliebige, je fur sich alleine funktionsfahige Teilsiiicke zertrennbar isi. 

2. UED-Leuchtpaneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Chips 
gruppenweise eleklrisch seriell zu, je parallel mil eleklrischer Spannung versorglen, kleinsien 
funktionsfahigen Uniereinheiten schalibar sind und dadurch die Versorgung des gesamien LED- 
Leuchipaneels, oder eines beliebigen, abgelrennien, mindeslens eine dieser kleinsien 
funktionsfahigen Uniereinheiten umfassenden Teilstuckes desselben, durch Anschluss an eine 
Versorgungsspannung moglich ist. 

3. LED-Leuchtpaneel nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass es eine Bestiickung 
mil LED-Chips enlweder in iiber die ganze Hache gleichmSssiger Verieilung mil w^lbarer 
Besliickungssdichle. oder in teilstiickweise gleichmassiger Verieilung mil unterschiedlicher 
Bestuckungssdichte pro Teilstiick auf;\*eist, oder dass die LED-Chips so angeordnet sind, dass 
Teilstucke mit unterschiedlicher Bestuckungssdichte und mit beliebig gebogenen und/oder 
schiefwinkligenRandemohne Verlust an LED-Chips abu-ennbarsind. 

4. LED-Leuchtpaneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestiickung des 
gesamien LED-Leuchtpaneels oder mindeslens eines TeilstUckes desselben, LED-Chips, 
welche unterschiedlichen elektrischen Spannungsbedarf aufweisen und/oder bei 
unterschiedlichen Farben Licht abgeben, \envendbar sind, wobei das gesamte LED- 
Leuchtpaneel Oder mindeslens ein Teilstiick desselben, mit LED-Chips ein und derselben 
spannungsmassigen und/oder farblichen Ausfiihrung der LED-Chips oder mit einer Mischung 
aus LED-Chips unterschiedlicher spannungsmassiger und/oder farblicher Ausfiihrung besliickt 
ist. 

5. LED-Leuchtpaneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das gesamte LED- 
Leuchtpaneel Oder mindeslens ein Teilstiick desselben, dadurch weiss leuchtet, dass es ein 
enlsprechendes MischungSN erhaltnis von in den Komplemenlarfarben leuchtenden LED-Chip)S 
aufweisl, oder \'orzugsweise im kurzwelligen Speklralbereich leuchtende LED-Chips mit 
Lumineszenzfarbsloff oder einer Mischung aus Lumineszenzfarbstoffen kombinien sind. 
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6. LED-Leuchtpaneel nach Anspruch 2, dadurch gekennzcichnet, dass das gesamle LED- 
Leuchipaneel, wahhveise mil unterschiedlichcn LED-Chips beslUckt, wahlweise unlerschiedlich 
geformte Teilflachen aufweist und mindestens cine der elektrisch leitenden Strukturen, welche 
die parallele Spannungsversorgung der LED-Chips oder der elektrisch seriell geschalieten 
kleinsten funktionsfahigen Untereinheitcn sicherstcllen, so strukturierl ist, dass mindestens 
zwei dieser Teilflachen unabhangig voneinander mit eleklrischer Spannung versorgt werden 
konnen, ^\'obei nach dieser Strukturierung das gesamte LED-Leuchtpaneel als unzertrennte 
Einheit vorhanden ist und nachtraglich in TeilsiUcke zertrennbar ist, die mindestens zwei der 
erwahntcn, unabhangig mit elektrischer Spannung \-ersorgbaren Teilflachen beinhalten. 

7. LED-Leuchtpaneel nach Anspruch 2, durch gekennzeichnet, dass mittels einer 
formfesten optisch transparenten Schutzschicht. wahlweise in Kombi nation mit einer lokalen 
Umhiillung pro LED-Chip aus einem optisch transparenten dauerelastischem Material, 
wahUveise in Kombination niit einer mindestens teilweisen Versenkung der LED-Chips in 
hohlspiegelartige Vertiefungen, in Kombination mit der parallelen elektrischen Versorgung 
aller LED-Chips oder der kleinsten funktionsfahigen Untereinheitcn, das LED-Leuchtpaneel 
auch nach ungewollten oder zur gewollten Beschadigung ausgefuhrien hanen mechanischen 
Schlagen weiterhin Licht abgibt. 

8. LED-Leuchtpaneel nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass eine elektrisch 
isolierende Slruktur aus zahem Material, welche zwischen den, der parallelen 
Spannungs\'ersorgung dienenden elektrisch leitenden Strukturen liegt, einen zur Schadigung 
des LED-Leuchtpaneels gewaltsam durch diese Strukturen gefUhrlen elektrisch leitenden 
Gegenstand daran hindert einen elektrischen Kurzschluss zu erzeugen oder einen, durch einen 
solchen gewaltsam eingefiihrien elektrisch leitenden Gegenstand erzeugten elektrischen 
Kurzschluss spatestens dann wieder aufhebt, wenn der gewaltsam eingeftihrte elektrisch 
leitende Gegenstand wieder entfemt wird. 

9. LED-Leuchtpaneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mittels einer 
siellenweiseri Abdunnung einer formfesten optisch transparenten Schutzschicht wahlweise 
kombiniert mil einer in Lage und Form enlsprechenden Abdunnung mindestens einer der 
elektrisch leitenden Strukturen, oder mittels der ganzflachigen oder siellenweisen Envarmung 
einer formfesten optisch transparenten Schutzschicht wahlweise kombiniert mit einer 
stellenweisen Abdunnung mindestens einer der elektrisch leitenden Strukturen, das LED- 
Leuchtpaneel oder ein Teilstiick desselben, zur Erzielung beliebiger raumlicher Leuchtschalen. 
plastisch deformierbar ist. 
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10. LED-Leuchtpaneel nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass eine formfeste 
opiisch iransparente Schuizschicht kundenspezifisch miliels optisch wirksamer Slrukturen so 
formbarist, dass dadurch wahhveise im Zusammenspiel mit einem hohlspiegelarligen Element 
pro LED-Chip. eine gewiinschte Verteilung des auslretenden Lichtes und/oder cine 
Beschrankung des Raumwinkels des austretenden Lichles erzielbar ist. 



SDOCID; <WO 99A17B5Al_l_> 



wo 99/41785 



PCT/CH99/0005r 



2/5 




JSDOCID: <WO 99A17e5A'. J, > 



wo 99/41785 . . PCT/CH99/00051 



3/5 




JSDOCID: <WO 9941785A1_I_> 



wo 99/41785 



PCT/CH99/0005t 



4/5 



00 

CO C\J 




ISDOCID: <WO 9£«17e5Al_L> 



wo 99/41785 



5/5 



PCT/CH99/0005i 




JSDOCID:<WO„ 9941785A1.L> 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Inti .Uonal Application No 

PCT/CH 99/00051 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 H01L25/075 F21V19/00 



According to International Patant Classaicatton (IPC) or to both national dasstfteation and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation seanchod (dassiltcation system followed by classification symbols) 

IPC 6 HOIL F21V 



Documentation searct\ed other than mtntmum documentation to the eictent that such documems are included in the fiaids searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category " Citation of document, wtth indication, where appropriate, o1 the relevant passagea 



Relevant to daim No. 



EP 0 253 244 A (NEIMAN SA) 20 January 1988 
cited in the application 
see the whole document 

DE 93 14 709 U (MAYERHOFER ROSA) 

27 January 1994 

see the whole document 

FR 2 601 519 A (DELACHE ALAIN ;CASTELO 
VERONIQUE (FR)) 15 January 1988 
see abstract; figures 

DE 196 21 148 A (MAGNA REFLEX HOLDING 
GMBH) 4 December 1997 
see column 4, line 15-29 



□ 



Fuither documems are listed in the continuation of box C. 



ID 



Patent family memii^rs are listed tn annex. 



* Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 

considered to be of particular relevance 
*E" earlier document but published on or after the international 

filing date 

"L* document which may throw doubts on priority ciatm(8) or 
which ts cited to establish the pubtlcation date o1 arwther 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhfoitionor 
other means 

"P" document published prior to the International filing date but 
later than the phority date claimed 



T" later document published after the international fillr^g date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand ttie prlrvcipie or theory undertying the 
invention 

"X* document of particular relevance; the daimad invention 
cannot be considered novel or cartnot be considered to 
involve an inventive step when the document ta taken alorte 

"Y" document of particular relevance; the claimed inverrtlon 

cannot tje considered to Involve an Inventive step when the 
document ts combined with one or more other such docu- 
ments, such combination t}eir^g obvious to a parson aldlled 
In the art 

*&* document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 

4 June 1999 


Date of mailing of the international search report 

11/06/1999 


Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office. P.B. 561 fi Patemiaan 2 
f^L - 2260 HV Rijsw^k 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nj, 
Fax: (+31-70)340-3015 


Authorized officer 

De Laere, A 



Foim PCT/ISA«10 (s»cond ihoflt) (Juty 1992) 



'SDOCID: <WO 9941765A1 J. > 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

tnlormatlon on patent family mem1>ers 



inti ^on«l Appltcatlon No 

PCT/CH 99/00051 



Patent ctocument 




Publication 


Patent (amily 


Publication 


cited in search report 




date 


meml3er(s) 


date 


EP 0253244 


A 


20-01-1988 


FR 2601486 A 


15-01-1988 


DE 9314709 


U 


27-01-1994 


NONE 





FR 2601519 A 15-01-1988 NONE 

DE 19621148 A 04-12-1997 NL 1003152 C 18-11-1997 



FoTTTt PCT/lSA/210.(pai»nt lamily um^t) {Mi 1992) 



SDOCID- <W0 &9A17e5A1^l,: 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Ink 4lon«les Atctenzefehen 

PCT/CH 99/00051 



A. KLASSlFiZIERUNG OES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 H01L25/075 F21V19/00 



Nach der Intemationaten Paterttktassrf ikation (IPK) odar nacti dar nationalan Ktasstfikatton und der IPK 



B. RECHERCHIERTEGEBIETE 



Recherchierter MindestprQfstotf (Ktassifikationssystem und Klassrflkatlonssymbole ) 

IPK 6 HOIL F21V 



Recherchierte aber nicht zum MindestprufatoH gahorende Verbflentlichungen, soweit diasa unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend dar intamattonaldn Rechercha konsuttierta elektroniscne Datgnbank (Name dar Datenbank und evtl. verwendete Suchbeghtla) 



C. ALS WESENT1.ICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* 


Bezechnung dar Varoffontlichung, sowett eriorderiich unter Angabe der in Betracht Kommenden Telle 


Betr. Anspruch Nr. 


A 


EP 0 253 244 A (NEIMAN SA) 20. Januar 1988 
in der Anmeldung erwahnt 
siehe das ganze Dokument 


1 


A 


DE 93 14 709 U (MAYERHOFER ROSA) 

27. Januar 1994 

siehe das ganze Dokument 


1 


A 


FR 2 601 519 A (DELACHE ALAIN ;CASTELO 
VERONIQUE (FR)) 15. Januar 1988 
siehe Zusammenfassung; Abblldungen 


1 


A 


DE 196 21 148 A (MAGNA REFLEX HOLDING 
GMBH) 4. Dezember 1997 
siehe Spalte 4, Zeile 15-29 


1 



□ 



We iter© Ver6t1antUchungen aind der Fortsetzung von FeW C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamiiie 



° Besondere Kategooen von angogebenen Verdffentlichungen 
"A" Verdftentlichung, die den allgemernen Stand der Technik definiert. 
aber nicht als beaonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" dtteres Dokument, daa jedoch erst am Oder nach dem intemationaten 
Anmeldedatum verotfantticht wordan ist 

"L* Veroffenttichung, die geajgnet ist, einen Prtoritdtsanspruch zwaifelhan er 
8chetr>en zu tasaen, Oder durch die das Ver6ffent)ichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbehcht genanntan Veroflentllchung belegt werden Hy 
soil Oder die aus etnem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgeluhrt) 

'O" Veroffenttichung. die sich auf eine mundttche Offenbarung, 

elne Benutzung, eine Ausstellung Oder artdare MaOnahman bezleht 

"P' Verdftentlichung, die vor dem imemattonaJen Anmeldedatum, abernach 

dem beanspnjchten Prlorit^tsdatum verotfenttlcht worden ist * 



Spate re Veroffentllchung, die nach dem intemattonalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroflentllcht worden ist und mtt der 
Anmeldung nicht koUidiert, sondem nur zum Verstandnis dee der 
Erftndung zugrundellegendan Pnnztps Oder der mr zugrundeliegerrden 
Theorie angegeben ist 

Veroffenttichung von besor^derer Bedeutung: die beanaprucfite Erfir>dung 
kann alletn aufgatnd dieser Veroffentllchung nictM. als neu odar auf 
erf inderischer Tatigkelt beruhend betrachtet werden 

Veroffentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspiuchte Ertindung 
kann nicht als auf erf inderischer TStigkett beruhend betrachtet 
werden, werwi die Verbffentlichung mit einer odar mehreren anderen 
Ver6ffentlichungen dieser Kategorie In Vetbindung gebracht wird und 
diase Vertolndung fOr einen Fachmann nahellegend ist 

' Veroffentllchung, die fiAitglled derselben Patentlamllie ist 



Datum des Abschtusses der Internationalen Recherche 

4. Juni 1999 


Absendedatum des Irrterriatfonaien Recherchenberichts 

11/06/1999 


Name und Postanschrift der Internaiiortalen Re cherchenbe horde 
Europalsches Patentamt, P.B. 5618 Patenttaan2 
NL • 2280 HV Rilswljk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Bavoltmachtlgter Bedier^teter 

De Laere, A 



FoimttUtl PCryiSA^IO (Bin 2) PUD 1 992) 



3DOCID- <WO_ 9=i4l7e5AlJ > 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Vardttarrt)ichung«n, dlo zur aelben F^atemttamilid^gldhdren 



Im Recherchenbericht 
angetiihrtes Patentdokument 



Datum der 
VerfiftenUichunp 



Inti Oonaies Aktenzeichen 

PCT/CH 99/00051 



Mitglted{er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
Verbffendichung 



EP 


0253244 


A 


20-01-1988 


FR 


2601486 


A 


15-01- 


1988 


DE 


9314709 


U 


27-01-1994 


KEINE 










FR 


2501519 


A 


15-01-1988 


KEINE 










OE 


19621148 


A 


04-12-1997 


NL 


1003152 


C 


18-11- 


■1997 



Fomiblatt PCT/)SA/21 0 (Annang PatarnlamiUttHJiOi 1992) 



; <WO 994l7e6AlJ„> 



